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发言人1   00:00
好，各位领导晚上好，感谢各位领导的时间来参加我们国泰海通计算机组织专家会，我是国泰海通计算机研究员俞凯雯。然后今天我们请来的是啊全球头部的EV厂商的专家来给大家讲一下这些业趋势。欢迎专家等要不我们就直接开始。专家就先请想请您先讲个十五二十分钟，就是大概一点行业的现状，产品分类，商业模式这些，全球格局，然后之后我们就开始一些提问，好吧，虽然要不您先开始。好，大家好。首先就是EDA是它是一个主要是芯片设计它上游的一个环节，这个市场其实本身不是那么大，有些有些可能有些机构会把EDAIP混为一谈，但实际上EDA是EDA，IP是IP。基本上EDA基本上包括芯片设计环节用到的这个辅助设计，就pad软件。那还有就是用于也有少部分是属于传统CAE行业的，就是用于这种系统级的电磁仿真、建模热效应的分析这些它属于仿真软件，基本上是一，但是它是不管是看的还是CAE，它都是用于芯片设计，就是核芯片设计为主的。

发言人1   01:38
这个产业如果只算EDA不算IP哈那基本上现在全球市场规模在七十多亿美金。25年的一个口径，每年差不多的一个增长是在十个10到15个点。这两年它的增长速度会稍微快一些，大概15个点以上。对，然后主要是受到下游的芯片设计客户，主要就是做算力大芯片的这些客户有好些是增量式的客户。比如说那种互联网的大厂，或者是一些云云服务的厂商，比如说北美的亚马逊，北美的google，就是比较典型的例子。那他们对于这个算力芯片的一个设计上的需求的提升，无论是工艺还是他的那个芯片设计的规模，会对EDA的需求也就更加的旺盛。

发言人1   02:40
那这几年的一个趋势，然后国内我讲一下国内的EDA市场份额大概现在大概跟海外是一个就跟全球差不多是占了一个6%分之一的一关系。你可以这么说，对，差不多在10 10到10，应该是12亿美金上下。然后整个市场格局上来看，我们都讲三大家，那其实主要就是其实三大家里面肯定是占大头。不管是全球范围还是说国内范围，都是占了80%以上，全球范围内的占比更高。国内的话这两年国产EDA的占比在小幅度的提升，提升过去的过去三五年内提升了差不多也就三四个百分点左右。对，也是一个趋势，只是这个趋势刚刚在开始。

发言人1   03:47
在然后另外一家就是mental，mental的话主要是擅长的是一些比较某些环，就是EDA它是一个比较长的环节，那那芯片设计当中大大小小环节可能加在一起有几十上百个。门特尔所擅长的只是在某些环节上面我们要点工具，点工具比较擅长一些。如果认全流程的话还是是local cent。

发言人1   04:15
对，然后EDA工具本身你要分类的话，大概分类基本上就是分这么几类。一个是最大的一类就是数字芯片设计。对，数字芯片设计又分前端跟后端，然后是模拟，然后就是模拟芯片设计。对，模拟芯片设计也有前后端之分，但是通常模拟芯片设计的EDA都是在一个统一的界面下去完成的对，不管是还是确定式的工具，都把它做成了一个统一的工具的一个界面。对，就模拟的话工具集成度你可以认为高一点，它本身设计的流程也更简单一些。

发言人1   04:58
另外一类就是关于对于这种系统级的就是板级设系统的设计。这个传统意义上它不归这个芯片设计。但是因为这两年比较特殊的一个情况是大芯片芯片越做越大，然后1块1块一块mask一块眼膜对吧？那刻可能刻不下了，所以就出现了data带。有些人可能听过业内有data带有这种UCRE联盟或者17 play对吧？这个啊或者多个文件。小芯片，那个那个就是多块芯片，然后用2.5D或者3D的封装把它封封到同一个大的非常大的一个封装里面。这个里面的话就是传统芯片的设计可能这个含义就在这种大算力芯片的这个背景下，它可能就含义就更丰富了。

发言人1   05:57
往往以前我们可能说就是传统的芯片设计，设计一个大就好了，现在可能还要考虑多个大类之间的一个协同。还有数据的传输以及当中你要处理其中的一些制造上的一些瑕疵，还有就是芯片的使用过程当中，它会发热，发热会导致各种各样的不是那么好的一些特性？然后会导致芯片的老化或者是其他的特性。

发言人1   06:27
对所以针对这个小镜面设计或者叫jeep light设计，然后这一类的这种我们现在都叫系统，传统叫系统设计，现在都是在在这个应用用于多大的分析的这些电磁仿真，热仿真这些，这个就属于CIE的范畴了。对，那这也是单独的一类。对，那这一类的话占比会比较小。

发言人1   06:51
然后我讲一下数字设计在EDA的芯片，EDA的工具营收里面，数字设计是绝对的主导。数字设计大概是占整个的百分之就3分之2以上。对，3分之2就将将近70%。

发言人1   07:14
剩下来20%是可能不到20%，可能15%左右是模拟的对，那剩下的是那个系统的设计。值得注意的是模拟的占比是在不断的缩小的那系统刚才讲的那个系统的占比是在不断的继续增加。对，每年大概是以1%的这种速度，就一个百分点的速度这样此消彼长。

发言人1   07:36
数字部分的设计，数字设计的EDA，它的整个市场占比是相对比较稳定的。基本上你拉开买家的财报基本上差不多。你把它加起来，然后差不多占比3分之2，是很稳定的一个值。对，差不多这个就是一个大概介绍是这样。对，然后现在还有就是技术上一个比较比较大的趋势，我可能补充一下，两分钟时间就是现在各个EDA厂商就是在搞这种AIFEDA对吧？

发言人1   08:12
然后或者叫AI enable的EDA。对，那就是普遍的就是用AI去加持各家的工具。本质上这其实不是什么新鲜的东西。这个后面如果有问题的话，可以大家可以交流一下。就是本质上我想说的是，本质上不是说专门写了一个专门训练了一个EDA的这种大模型，用来替代传统的EDA工具。它不是这样的，它它这个不是再造一个EDA流程，它是对于现有这个EDA流程的一个补充。对，就是它底层调用的工具还是传统的EDA工具，只不过传统EDA工具它里面涉及到海量的参数。

发言人1   08:58
比如说我们拿最经典的布局布线来举例。布局布线当中一个如果你是做7纳米以下的这种先进制程的IP基本上一个布局布线工具从前到后做下来差不多100个人团队，你得做个九个月中位数，那原因就是各每一家的EDA工具，它是一个非常复杂的一个数学优化问题。对每家的一些工具，它只能就是说在他只能根据人的工程师的一个约束条件给的约束条件和边界条件去不断的去其实你可以认为是试错，或者说去求解一个局部最优，它一定不是一个全局最优，它一定是一个局部最优值。对，然后工程师凭借自己的以往酵母的经验，然后凭借自己的知识去不断的去雕塑工具，让他去得到更好的一个求解的结果。但是人的精力是有限的对吧？人的经验也是有限的。所以说人求解到的那个局部最优，往往离实际的那个全局是有可能还差得远。那只能说去不断的逼近。

发言人1   10:15
AIAIAI干的事情就是他去学习每一家做的好的设计。比如说苹果的，比如说高通的这种设计，比如说NV的这个设计。然后他们工程师在约束当中，针对各种类型的设计，他就做出了什么样的约束？又做了哪些迭代，然后去去去训练这个工具，去把其中的某些参数的这个参数的这种搜索空间给缩小？然后本来比如说我要去，我可我跟他说要设计，要工程师通过迭代试错去试。那现在我可能把工具给对给确定了，就是通过大量的训练去确定了。比如说400个参数或者450个参数，这样一个一个把把其中的大部分他都是给固定住。然后这样工程师只需要在剩下来的可能10%或者甚至是更少的这个参数里面去选。

发言人1   11:19
你这样的话会大大的去提高这个工程的一个效率。这就是各家他在那个宣传产品宣传里面会提到这个AI可以比如说可以把比如说OK，会形成它会把这个会相对于传统的布局不限，效率会提升五倍，他就这么来的，基本上这个呃一个概况，我就讲这么多。好的，谢谢专家。

发言人1   11:51
还想顺着您那个AIEV，就是想请教一下，就是现在国内它这个产品他已经能加速到什么程度了？因为现在看像海外它应该都不错，对吧？像新思和和GPT，然后K的那些，他们说都能达到L4的级别。您说的这个L四是这个是我们的分化程度。没有说这个，您说的那个L4应该是自动驾驶里面这个概念。那那那那比如说这最近的的功能，我稍微补充一下。对他是对那个心思和那个OpenAI合作了。

发言人1   12:36
然后他们自己定义了一个不同，就是AI参与不同程度。从L0到什么L5，这种就类似于自动驾驶，然后L3应该就是在这种级别了，然后SL5就是能做决策这种级别。他是这样的，他们就最近刚定义的一个不同程度这个分类，对，大概是这个意思。

发言人1   13:01
OKOK，这个是这样，我讲一下，就是本质上它是换汤不换药的。这个就是EDA工具，就是你没有自己颠覆自己去重新去搞一套工具出来，他还是用自己的工具。这个是大家要牢记的。这个不是说他自己革了自己的命，对吧？之前那个EDA工具太烂了，这个自动化程度、智能化程度太低了，对吧？还有很多工程师去试错。对他不是的，他还是本质上还是缩小这个工程师的这个就是他去调参对，调去调参去用去去那个约束的一个就去给工具去下约束的一个范围。对，就缩小工程师的一个范围。现在什么其实开店也在做，就是两家跟OpenAI去合作的一个重点，其实就是利用这个大模型公司，然后他的一个这个模型很强大的能力，去去背后是用那个大模型去造一个这种AI的agent。大概就是最终的理想情况就是出现一个7乘24小时的不知疲倦，对吧？

发言人1   14:16
一个工程师然后他去反复的去他接受的是人类工程师给他的一个一个自然语言的一个指令。比如说你帮我设计一个什么什么，就比如说你首先从最开始，你帮我设计一个具有什么什么功能的对吧？然后你自己去读这个，比如说ddr协议对吧，比如说读这个ARM的指令集的定义，然后你给我设计一个处理器，或者设计一个DDR的控制器对吧？内存控制器也能满足这个协议的要求。然后我要的就比如说面积是多大，然后我的工号是预算是多少，然后我的这个工艺是什么样的。然后他就会调用fab的这个工艺库，就给你一路往后调，那个自动去生成。但是在这个过程当中，它一定会有，不是说你今天给一个结给一个约束对吧？用自然语言描述一个约束，他明天第二天你睁开眼一看，就有一个几百亿晶体管的一个设计出来了，没那么快。

发言人1   15:25
这个中间迭代的话要迭代N多次，而且很有可能会出现。因为它工具它也得他他也得不断的去调，很有可能你消耗了大量的token，然后可能是这个就不是我说的大量，就不是这种成百上千瓦，可能是这种100亿量级的token。然后你一直在这迭代，最后因为你给的这个你给的这个目标过于激进，比如说我要一个带台积电的，或者说国产的，对吧？我国产在snake的7纳米上面对吧？

发言人1   15:58
这个好比假设他有的话，我要一个实际的一个ARM的处理器，对吧？那这显然这是不可能实现的，对吧？那那你如果给了一个这样非常激进的一个目标，那工具他就一直在这算一直在这琢磨。对他会反复的去试，他认为可能？一次又一次的去优化，一次又一次他会去迭代出他认为更优的一个设计。确实最后有可能他会设计出来比人类工程师能够更好的一个111个设计出来。对，但是这中间就是成本未必，就是从现在来看，也未必会比人类工程师设计的会成本会低。而且通常那个结果这个其实也一样，这个也是要人跟人机之间不断结合的交互的对，就是你你要去你要去不断的是什么样的目标是机器可以实现的，就是AI这个A可以实现的这个什么样的目标是AIAI的实现不了的。

发言人1   17:09
然后回到您的话题，就是国内国内现在做到什么程度了？国内很遗憾，现在还没有开始这样的一个尝试。对，就是这个agent，这个就是EDA，专门做EDA的这个AI agent。对，就是现在应应该说也应该说不是说没有处在一个非常早的一个起步阶段，还没有一个没有一个真正能商用的一个产品。毕竟咱国产EDA说实话现在全流程只能说将将打通，就只能说停留在可以用的阶段，就能就是能用的阶段，就离这种好用还差的很很远很远。经常在跑的过程当中会出现各种各样bug，跑不下去。对，这种情况是很常见。对。

发言人1   18:01
专家还想请教一下，就是就目前国内这些让它变得好用的这些壁垒是大概是有哪些的难点？技术其实在于哪一块？他其实是这样，我们拨开讲就是所有EDA就是EDA你别看流程这么长，然后所有的ED你就数字一跌，其实它门槛是最高的。

发言人1   18:26
数字一跌你先从这个，虽然中间环节有大大小小几十个，但主要的环节就是综合这一步，就是把原始输入那个代码叫叫VILOG或者叫RTL代码。然后那个硬件描述语言的那个代码，把它转化成为电路图，或者叫网表。然后把再把网表转化成为通过布局布线的一个工具，把它转化成为实际的这个物理上的元器件的一个摆放位置。你甭管这个元器件有多少对吧？是是是几百个还是几百亿个，它都是元器件的一个摆放到具体的一个坐标位置。然后还有元器件之间通过多少层金属？怎么打孔把它连起来，无非干的最大的两步就是这个对吧？

发言人1   19:17
然后这两步的话其实它都是一个从一种抽象层级的，就是抽象层级它是越来越低的，它都是某种叫做数学上叫做等价性的转换。等价性的转换其实是一个非常难的问题。然后前前一前一步综合可能还好，然后后一步的物理上布局布线，它还涉及到各种物理信息。你有这种性能的约束对吧？要求你有工号上的要求，你还有这种布线对吧？布线它是实际占有占占据了这个尺寸？

发言人1   20:05
你有些布线你如果算法处理的不好的话，它那个不限。比如说对于大块的那个那个存储器，如果你设计的那个那个读写，比如说那个太腻了，它那个不行就不开。总之他要处理的这个物理上的约束也很多。对所有的这两步其实都可以把它归结为一个数学优化问题。数学优化它可能你大概这么理解，就是最终他会把它转成纠结一个非常大的非常庞大的一个方程组。这个方程组可能是几百万个参数，然后有几百万个方程，几百万个未知数，然后有几百万个方程，然后你要你不但把它求出来，而且它这个几百万个参数，它几百万个未知数它不是固定的，就是满足这些方程组的，它不是唯一的解，它可能解是无穷无尽的，是吧你，在无穷无尽的企业当中，你要去找出，符合一个特定优化目标的一个内那那几种解，就是所谓的叫全局最优。

发言人1   21:26
我一开始讲的全局最优，对，那通常这样的问题都是非常难的，基本上都是属于数学上，你计算机上叫NT问题。就是你在多项式时间内不可能解决的问题，都是成跟你要解决问解决那个问题的规模是呈指数级的。我就是说那个布局不限，或者说综合也一样。就是你的设计如果是比如说还有十个元器件对吧？那它的复杂程度可能就需要二的10次方个M多步运算，你才能达到这个全局最优。如果是100个，你就是二的100次方。如果是100亿个，你可以想想你是就甭管你用什么样的AI的大模型，对吧？你在有限的人类的算力，你把全球的计算机的加在一块，你都不可能得到在有限的时间内能能得到一个最好的一个结果。

发言人1   22:20
所以说这个就涉及到这个工程上，你怎么去实现这个EDA的底层的算法了。这个底层的算法一定是需要几十年，对吧？然后遇到这种各种各样的设计的类型，对吧？针对各种各样的设计类型，比如说是处理器，是CPU，是GPU，还是NPU，还是什么多媒体，还是还是什么接口，还是其他的什么什么类型的设计。针对不同的设计，你有不同的优化的它的因为代码结构不一样，它会有优化的目标也不一样，对吧？它它会有各种各样，它会有不同的工具，它会有不同的优化的方向，它会不断的。

发言人1   23:09
他会不断的去去，比如说积累工业的数据，去去优化这个算法。其实现在国内的这个EDA主要就差在用户的基数太少，用户的这个经验就是使用的经验还是太少。他没有遇到过就是他没有处理过那么复杂的设计的场景。所以说他好些那种优化他可能都无从谈起，他压根就没见过这种设计是吧？比如说华大九天的那个那个工具，或者说华为的投资利息，对吧？那那它可能只针对华为的这个设计，然后它是有效的对吧？那华为擅长的比如说通信，什么计算类的对吧？你让他处理这种多媒体类的设计，它就位置能处理的好，它不能作为一个通用的工具，现在问题主要在这儿。

发言人1   24:05
增加您刚刚也说了华为的3D的I立信，对吧？那其实国外是不是应该也没有那种3DIC的先例。那那在这个领域是不是我们就平齐了？对齐的。

发言人1   24:21
是这样的，就是华为那个做的是逻辑折叠。国外其实一开始做的就是包括现在现在我们量产的芯片，它更多的是存储的折叠，其实存储折叠很多年就有了，像现在那个计算芯片里面，算力芯片里面用的比较多的HBM是吧？都叠了8层16层的那那更早以前的那个DDL4，它就有那种叫3DS，就是3d stack，就是底层，它为了扩容，就可以叠出来。你这样做其实内存这样做容易，是因为内存它存储器它的结构相对来说比较单一，它都是一个阵列对吧，就跟那个那个田一样对吧？那1块1块的都是方格子，对，硅比较规则，所以它上下那个孔它也比较好。对，但是逻辑上就不一样了，逻辑上就要考虑的会更多一些。他那个里面乱七八糟的那个形状，然后布线什么都有。对所以说那个那个相对来说就是逻辑折叠会比这个存储折叠要难得多。

发言人1   25:32
但不代表国外没开始研究，其实台积电很早也开始这个逻辑折叠的研究。所以说我个人认为华为现在打的也是一个窗口期。就是说在国产先进工艺，就我指的主要就是5纳米3纳米这种工艺。然后还没有没有近期近五年内还没有着落的情况下，然后怎么样去尽可能的在单位面提升单位面积内的这个元器件的集成度，不至于跟像高通，像他的这个竞争其他竞争对手差在工艺上面差的过远在集成度上面差的过远。

发言人1   26:12
提出的一个方案，它现在是两层折叠，那个麒麟应该是9050是吧？这是两层折叠，它后面还会有更多的更多更多层的折叠。折叠层数越多，其实对于整个设计流程也是且不说制造了，就是对于设计来说麻烦也会更大。因为你你其实你布局布线其实更多的是后端那个工具，就是布局无线工具，其实你要处理的这个信息会更丰富一些。对，那个信号是在三层对吧？那个那个三维的去穿。

发言人1   26:51
人家还想请教一下，就是因为华为的它这个轮折叠，它现在目前在应用在手机上，对吧？那其实他这个出货量的话，其实应该挺大的那那久而久之积累下来，可能我们就有一个很好的数据量去去反哺他的这个工具了，对吧？那这一块如果我们做的很好的话，会不会就直接走出中国走向世界这种可能。就不考虑我，我只是说不考虑这个地地缘政治的这个因素，咱们就考虑技术的先进性方面。因为他现在就单单说这个3D针对3D逻辑折叠的这个EDA的这个后端后后端的布局布线工具，这个而言确实是要比国际大厂是要领先的。

发言人1   27:49
这个咱们有一说一，虽然整体上这个EDA全流程是差成熟度，然后包括先进制程的这个匹配度方面，是是是差了好几年对吧？但是在这一方面是是是走的比比国际大厂是要快的对，国际大厂里面做的目前做的最就是对于3DIC来说，做的最超前的就是肯定对。海外这方面个人认为吗？3D那个您说其实是其实是有的对，其实是有的。对，只是因为大家现在更多的是在平面上面去铺是吧？去做更大了，就把这个整个基本做的更大，基本上做的更稳定。比如说通过各个多个大A之间去连，对吧？然后我一个大也不行，就两个大，两个大的不行就四个，四个不行就八个，对吧？这样一直往上堆，对，一直平铺对吧？

发言人1   28:52
然后这就是为什么现在海外这种像NV，像这种博通都在推都在研究这个玻璃基板。对，因为玻璃基板它更大，更稳定，但本质上它是一个二维的扩展，你说没错，它是个二维的扩展。对他没有说就是去去往往上去跌，因为你你如果就是请关注公众号思维纪要社，更多纪要请加V西安20210130。就是纵向的在V轴上面去去叠不同的算力的话，中间要处理的这个处理的问题还是挺多的。

发言人1   29:32
所以就是不光你要考虑到这个信号本身这个能不能能不能布线，能不能布的通，那个线跟线之间会不会交叉，会不会打架，对吧？那空间够不够，你还得考虑这个你上下之间去去布线的话，你那个就是因为布线它是有一定长度的，你的那个那个是有长度就意味着有延迟。所以说你那种时间敏感性的这个模块，你就不可能把它放在第一层和第二层你就不能把它放在同一层，就必须要把它放到同一层，你就不能把它放到不同层，你考虑的会多很多，然后你的热，你散热怎么处理，那个那个和宁波的论文里面也提到了吧？这个这个就是你逻辑折叠会让会允许这个主频会可以更低，对吧？但这个也是精心设计的一个结果，不是说它天然就应该是这个样子，也是华为经过大量的试错去试出来的。好的，谢谢专家。

发言人1   30:44
还想请教一下，就像这个5G折叠淘金币，它能给中国EDA带来多大的空间呢？这个您有有数据，你说应该这么说，它是一个会让中国在这个3D的逻辑折叠上面，中国的EDA工具在这个支持3D逻辑折叠上面会走的更快一些。我个人感觉我个人估计这个时间窗口应该在应该是在三年。这个窗口对不会比这个应该是小于等于三年的，也不会比这个更长了。对，因为再往后的话，台积电其实有明确的贸易自动去支持这个3D的逻辑折叠的对，所以这个窗口不会太长。

发言人1   31:33
就是客观上这几年会让一堆工具在3D折叠上面支持上面会更好一些。但是说你该补的这个课还是要补？你工具的这个通用性方面，然后针对不同设计你去做这种适配。还有就是你工具的这个，我刚才一直在强调的这个不能出bug，有各种各样的稳定性？可靠性方面这些打磨这个是没有捷径的对，不是说因为你有这个3D折叠这一步就可以省了的，这照样是需要的。

发言人1   32:11
专家还想请教一下，就您刚刚也说那个数字一点那块是比较难的，对吧？那像华大九天，最近其实也有很多公告，就专门去收购一些公司或者入股一些公司，去布局这个全流程的数字EDA是吧？那那现在国内这一块就是它全流程到一个什么什么进展了。

发言人1   32:33
国内现在是这样，应该说从前端到后端，然后从验证从设计到验证，整个EDA流程是就是每一个你单看每一个环节，都是有有公司在做的。而且都有公司不但是在做，而且是有这种成熟的产品，对吧？就是有客户有订单的，这个是有一说一，是咱得承认。比如说综合也好，然后验证也好，包括验证里面还有这个硬件加速器对吧，然后都是有，原型验证这些都有，包括那个布局布线工具。然后中间还插了一个形式验证工具，包括后端的那个3 of工具，最后面那个3 up工具都有。

发言人1   33:24
对，但是应该这么说，除了华为以外，没有任何一家在从头到尾用国产EDA。就把这些国产EDA把它拼成一个完整的流程，除了华为没有人做过。对，而且华为也是在有限的产品里面是用这么用的。对他比如说他心灵的这个芯片，它其实绝大部分也是等于说他也是用海外的EDA。只不过因为他有那种，等于说当时在最近之前他就有了他就签了多年的那个那个license。所以他是可以用的，只是他的工具不能升级，不能去修bug，有bug他得自己解决。

发言人1   34:16
好好的，谢谢大家。那看那小助理播报一下提问方式，看看线上的领导有没有什么问题。大家好，如需提问电话端的参会者，请向话机上的星号键，再按数字一。网络端的参会者，您可以在直播间互动区域内文字提问，或点击旁边的举手按钮申请语音提问，谢谢。大家好，如需提问电话端的参会者，请先按话机上的星号键，再按数字一。网络端的参会者，您可以在直播间互动区域内文字提问，或点击旁边的举手按钮申请语音提问，谢谢。

发言人1   35:02
专家，我再请教两个问题。刚刚顺着您刚刚说的那个，就现在国产化现在到了一个什么进程了？因为我的理解他应该是各个环节都存在这个渗透率，对吧？不同的渗透率，你是想了解具体国产化就是哪一块强一点对吧？就是哪一个环节弱一点对吧？就是这样的。是的，是啊这样。

发言人1   35:30
我们分开来讲，就是模拟的。先讲模拟，因为模拟这个比较简单一点，基本上华大九天现在渗透率还挺高的，就是慢慢的他吃掉了那个肯定是不少的份额。对，咱们就说在用正版的这些EDA工这个芯片设计厂商里面，华大酒现在渗透率4分之1是有的。对，而且不乏一些大厂的，就不光是之前的这个研究所了。对，就是商业客户里面是有的。对，在大的商业客户里面是有的对。然后数字这块渗透率的确会差一些。

发言人1   36:20
现在渗透率最高的环节应该是验证的环节。对，验证工具的话像那个和甸公园的，然后还有新华庄的，但主要就是核电工人现在比较势头比较猛了，他还没上市。对，所以核心共享最早是是是那个也是华为中兴这边在用。对，还有那个壶，湖南的一些客户也在用。

发言人1   36:50
然后现在商业客户现在基本上他们的工具能够做到海外大厂，主要是很多的在这块比较强，差不多能够做到仿真速度。在通用性方面，就是在在所有的所有类型的设计当中，它的仿真速度大概能够做到大行的可能五六成左右。好的时候能达到80%，但绝大部分情况下能够做到5成左右，就是房贷处理。然后他们现在那个商业订单拿了不少，对，基本上。

发言人1   37:29
我不知道他们每年能卖个多少，就是有多少。但是我可以确信的是，就是现在你能看到的数字芯片设计的这个公司，除了这种创业公司然后不敢用以外，这种包括甚至包括像鑫源这种公司都在用他们的这个仿真工具。就买了的，虽然买的不多，我不知道你渗透率是用什么样的口径去算。如果说是，如果说它的工具的这种市占率是多少，就他revenue占了这种，中国的revenue的有多少？这个我不知道，但我知道的是现在这个另外一种渗透率，就是有多少客户在？那做这种数字芯片的客户，也我也也除掉那些用盗版的，那个那个做小芯片的太小了。对，所以但凡是做28纳米以下的这这些这些客户，渗透率至少是在一半以上。对，其实渗透率也是蛮高的。

发言人1   38:37
中间怎么好好好怎么理解用盗版？就是他们用盗版就和正版其实没有差别，但只是没有授权，对吧？对对对，就是用盗版他就把工具给破解了。那能能能能，他能做吗？就是送送流流片什么的。可以，当然可以了，没有区别的，做出来的东西没有区别，没有说他他加个水印什么的。然后你这个不是正版工艺做出来的，没有这个说的对。

发言人1   39:09
当然了你要去台积电或者是去什么这种，反正你但凡去一个fb正经的范围去留片，然后他都会让你签一个这种类似于这种免责声明，他会让你就把自己的责任他自己的责任给摘出来。就是你的这个他要求你要你芯片设计客户去保证？然后你的芯片用的EDA工具是没有问题的，是正版授权的对吧？但是你如果很多人他就头头铁了，那他就签了对吧，他用的是盗版他就签了对吧？对，那那也没有就是。

发言人1   39:47
请关注公众号思维纪要社，更多纪要请加V西安20210130有有影响，就是没有声音，没有影响，没有影响。那那他们签这个就保证公司不去追责，对吧？正版公司给找的，他没法保证，他只是说他他敢冒这个风险对吧？

发言人1   40:15
就是因为EDA公司他去追责的话，他也得花成本的，他得收集证据。比如说你得让人去是吧，你真的因为这种你能够这种在法庭上去呈现的这个证据一定是直接的。比如说你真的某年某月某日，精确到某一秒，你到他们公办公室工具办公室，你去拍了一张照片，然后这个照片显示的他们的那个就在用你正在用你的工具，就诸如此类，或者说或者说有些大部分EDA公司他都有后门，对吧？那个ED软件都有后门的。如果你网络没有物理隔离的话，或者那种逻辑隔离做的不好，对吧？他会通过这个端口偷偷的往原厂去发送这个数使用的这个数据，这也是一部分证据。那你是的。

发言人1   41:11
另外再请教一个问题，就是后续肯定是国产替代会越来越高，对吧？那他这个就我们国内的这个工具切换把把海外这个工具替换掉。对，不一定。他这个转换成本我想问一下，还有这个验证周期挺费劲的，其实挺费劲的，模拟的话会相对好一些，会好很多。对，模拟的话基本上它只是一个使用习惯上的一个更多的是使用习惯上的对一个心理上的一个调整。其实工具的稳定性方面，华纳的稳定性其实做的不差的对，没有，就是有些外界这个黑的黑的什么那个的，就是我年轻还是可以的对，然后只是说确实就是决策层，对吧？

发言人1   42:00
这个要下决心去推这个事情，模拟基本上换过来是很快的。因为它很多工具其实做的使用习惯，包括它的界面，其实做的跟K似的，对吧？有业界老大已经很像了。对，其实切换出来也没啥成本，说白了对，就是成本无非就是你你你你可能再用这个K的工具再跑一遍，你两边这个结果对比一下对吧？我不会有多少的对，然后按数字的就比较费劲了。数字的话如果是前端那个验证倒还好，那切换过来其实成本也比较低。那用的不顺手，或者工具出bug对吧？或者反正速度慢了，基本上差个，如果如果你本来做一个项目前端是要六个月，对吧？

发言人1   42:49
你现在这么一搞，可能就要就每天加班什么都差不多，差不多就得八个月后就长个两个月，长长两三个月都是有的。对，就效率上会会有那个会有折扣的，打个六七折左右。然后主要是后端工具比较麻烦，因为后端工具其实难难难是难在后端。对，因为后端这个工具实在太难做了。然后后端工具目前国内这个渗透率都不是很理想。对，这个稍微好一点的可能也就是立新那边。

发言人1   43:26
对，然后因为有华为给他们背书，所以有一些包括一些研究所，然后也用的反馈还可以，就是能至少14纳米这个工具，国产的14纳米工艺支持是没有问题的对7的话还对七的话这个bug会比较多一点。这个支持起来比较痛苦，我估计跑着跑着就在某处卡住了。这个他不动了，还得原厂去给你跳过这一步是吧？或者是让他去检查内部能不能跳。对，就是不能跳的话还得重新改，那就慢了。

发言人1   44:02
对，慢多了，基本上效率打个五折都是少说的对。现在我理解应该是有很多环节，它是可以通过AIA的那些加速它替代的给你可以这么理解吗？因为您刚刚也提到了用人工堆，对吧？是没错，对，但是前提是你这个工具本身要稳定，对吧？就是要通用。就是在我一直在讲的就是你要针对任何类型的设计，然后你跑着跑着你至少得给一个结果，你甭管那结果是好还是坏，对不对？你给一个结果？你不能说跑着跑着然后给你一个报错，或者是反正就是一堆卡住的，对不对？一堆bug工具跑崩了，这个中跑着跑着中间退出了。

发言人1   44:57
现在国产工具这方面稳定性方面做的还是打磨的还是不够，对吧？还要时间去打磨。因为你就是你就算用AI的这种模型去去加速的话，你也得调用这个工具本身，对吧？你调用这个工具本身去去给他约束？就去给他一定的指示，去去让他怎么去优化。那你工具本身如果都不够稳定的话，你跑着跑着就跑崩了，他大模型也也无可奈何，对吧？

发言人1   45:28
有有专家想请教一下，就是让这个工具变得稳定，它大概是一个什么流程？就是不断的试错，它的流程没调。其实就是要越来越多的用户去去试，然后去反馈这个问题。然后这样EDA的这个原厂他他才知道是吧。因为他只有遇到了这个问题，他才知道这个在什么情况下他会工具在跑飞掉？跑着跑着他不收敛，或者说就跑挂了？就跑跑的报错你的很多很多这种工具的稳定性就是没办法，只能通过这种大量的用户的经验去磨越来越多的用户去给他反馈，他才能用得起来。

发言人1   46:17
好的，谢谢专家。小路已经收到您了。你说下你说你说你说刚才大模型对这个是不是一点就是在工具还不稳定的时候，能不能对这个事情有有促进？

发言人1   46:32
我的看法其实也是有的，但是效果肯定没有那么好。比如说你的大模型，你完全就可以让他工具跑挂了以后，你给我这个重新启动一次，再再重新怎么重新搞？你工具跑挂了就证明至少针对当前的这个设计，你当前给的这个约束这个工具是有问题？那你就换一个对不对？也可以，但是因为你你你底层的这个失败率会高很多，对吧？所以说你试出来这个效率，你消耗的这个大模型的token，那肯定要比你工具稳定的时候消耗的要多得多。

发言人1   47:10
好，谢谢大家。小助理播报一下提问方式，看看有没有领导要发言要提问。大家好，如需提问电话端的参会者，请向话机上的星号键再按数字一。网络端的参会者，您可以在直播间互动区域内文字提问，或点击旁边的举手按钮申请语音提问，谢谢。下面有请电话尾号2886的参会者进行提问，请发言，谢谢。

发言人1   47:50
专家好，请问可以听到吗？可以听到，我想请教一下，这个逻辑折叠EDA它的市场规模有多少？目前它用的是国内的。这个规模不会太大了。

发言人1   48:07
对，而且是这样，就是逻辑折叠，只对后端工具是适用的对，只有后端工具才会用那个就国产的后端工具需要这种处理逻辑，对堆叠这种场景。所以后端工具他在就准确的讲主要就是布局布线工具。然后他在他一般在卖的时候，布局布线工具在卖的时候，他会他他不是说这个逻辑折叠是一个版本，然后正常的是一个版本。它它是这样的，它一定是一个基础版的。它是我们就以业界老大肯定举例，它是一个基础版的一个，它可以做这种28纳米的布局部线，然后是一个十四，然后它会你要做14纳米的布局线，那加一个套件，然后加一个套件，然后会帮你开放这个工具对于14纳米的支持。对，然后如果你做7纳米的，再再花钱再解锁另外一部分能力，然后做5纳米的就是这样去。

发言人1   49:11
所以说对应的这个逻辑折叠也一样，它是它它是有一个套件，也就是一个一个这种另外的一个一个license，就把它给这部分能力给加上，或者说解锁掉。对，一个就是一个。对，就是同一时间，我们就说同一时间。就同一时间只能同一个用户去用到这个工具，对一个来源只能原则上是这样的。他这个都是按用户数收费，不是按VF的出货量来算是吧？

发言人1   49:55
EDA工具没有说去参与后续的这个就是产品售卖的分成，IP里面是有的。你像ARM的IP是有这种版税，royal对，或者是一些foundation的IP那个memory compiler，logy library是有的。但是EDA工具不是EDA工具，它是纯软件，你只能按照软件授权的去收费。

发言人1   50:22
现在国内存储他们用的EDA是国产的吗？有少部分是的，主要是模拟用的比较多一些。对，还有K库的会用的比较多。然后数字的话，因为国产的这个就是memory厂商，不管是做DRAM还是做那个flash的这个，这个存储其实里面都用不到数字的工具，更多的是用做模拟的。还有就是他要去去根据它的各种工艺角，然后各种温度条件，他去我们叫叫K库，就是说它它底层的电路是由一系列标准单元组成的对，跟不同的温度，不同的电压下面会有不同的特性。所以说要不同的模型去要对它进行不同的建模，就是建一堆这个模型。所以建模型是要有专门的EDA工具的那这块华大九天做的还可以。对国产国产的贩子包括两场都都早就在用了。

发言人1   51:41
了解数字领域，现在国内哪些公司做的比较好？数字工具数字工具验证工具主要就是验证主要就是核电供暖做的还可以，对，现在市占率是最高的。刚才我有提到过在14纳米以下的28纳米以下的做稍微先进一点的工艺的里面，差不多有一半的客户在用。

发言人1   52:11
对，然后呃然后那个形式验证主要是阿卡斯，就是华大头的那个，应该是入了股的那家。对，最早何建也投了，但是华大从何建手里买了他的股份，然后就是华大学的。华纳头的奥卡斯就华纳持股。奥卡斯，对。就是华大它布局的这些数字的工具里面，除了这个阿卡斯，还有哪些是相对有比较有竞争力的？还有做那个ECO的那一家，名字我一下子忘了。对，我想想这也不是新经济，叫也是芯片的芯开头的。我现在忘了那个就是做315工具的对，行行行，明白对，明白。

发言人1   53:16
就华大它现在国产的这个模拟，它大概有3分之1的市占率。那另外那些是难度很高，不能做吗？还是说只要有时间他都能布局的了？我认为是后者。因为现在从整个EDA就国产EDA这个发展来看，很多EDA公司其实本身也不具备这种小的这种点工具的。EDA公司就包括阿卡斯logo行星也一样，就是你做点工具，这个是不足以支撑具有这种持续造血持就是持续经营，那个能一定是大家合并，然后变得更强。那无非是现在大家很多都是在硬挺了，对吧？

发言人1   54:07
都在都都抱着侥幸心理，自己不是第一个被被收购了或者被吞掉了吧？都还有一点自己的小心思，想独立上市还是怎么着的，所以或者是卖个好价钱怎么着，那那但是形势比人强，我老说的一句话就是形势比人强。真到了这个山穷水尽的时候，这个不得不合的时候，他也没办法。

发言人1   54:37
我还有最后一个小问题想请教您一下。因为像您说数字领域，它那个实逻辑综合就是RTL那些环节都可以用AI来做加速。但是模拟芯片这边，因为它很多东西之前是基于工程师的经验积累，那可能是材料或者是很微观的那种电子之间的反应。那AI会也有利于这个环节，就好像AI可以加速材料的研发一样。我不知道现在行业里面大家有没有往这个方向去做。

发言人1   55:10
有有，这还真有。对，这个其实老早以前就有了，只不过不像AI的这么彻底，就是老早以前就有那种。因为AI里面你是要画版图的，那画layout，不同的电路结构，其实它适用的这个layout其实不一样的。你要对称对吧？你要做匹配，各种各样的对。然后就在十几年前，AI算法还没有的时候，就有就有人就有工具干过这个事情。就是针对不同的设计，然后去预制一些这个layout，这个底层的单元，然后让工程师去选，然后就去简化简简化这个工作室的料子。然后现在得那个现在是是是是这样，现在这个就是因为工程师他还要出去去调参，对吧？

发言人1   56:03
这个模拟他模拟参数主要就是第一步就是确定好你的这个stack是啥，你的这个规格是啥。第二步就根据规格，然后你去选这个电路的拓扑结构。第三个就是你去大殿路，然后去调调管子的参数。这些其实不管是国内还是国外的这个EDA公司，EDA公司早就在做这样的事情了，就是让工具去缩小还是那个思路，就是缩小这个调仓的一个范围。本来你调仓有无限多种这个组合是吧？但是你现在他会给你预先设定一个范围，这样的话他给你的一个范围，当然不是说每次都百分百的可靠的对，但是说那个大体上大差不差，对吧？你再你根据他的指示去做，会节省很多时间。这个工程师就包括我身边的这些工程师都是有切实反馈的，确实能给他们效率能带来提升，就至少帮他们去过滤掉一些明显不靠谱的一些参数。

发言人1   57:13
懂了，我想最后再问一下，就是华大他没有做的另外60%多的主要是什么类型的工具做模拟这边。我说的就是它的市占率，就是说它的模拟工具它本身其实它模拟整个全流程它是全了的。就是说它的全流程工具在整个中国的模拟市场占了大概三成左右。

发言人1   57:39
那那6十多没有渗透进去的是什么原因？就是他现在还没有拿下来的客户对吧？就为什么没拿下来对吧？对，或者是不是因为他的工具还不够全。不是倒不是因为不够全，很多时候其实是我觉得原因有这么几个。

发言人1   58:00
第一个就是模拟工具，确实本身单价也不贵，对吧？你就算买S的这个工具，也花不了多少钱。那很多客户他毕竟这么多年就用惯了，真的？然后这倒不是一个使用习惯，就是跟的工具跟这个大量的工艺大量贩把它最后流片的结果之间已经形成了非常好的这个已经是非常好的一致性了。

发言人1   58:27
形成非常好的一致性。所以导致他这样的工具实质上就成了模拟设计的一个勾den的标准，对吧？一个勾的标准。在这种情况下，你去等于说推翻一个golden的这个东西，还是特别是这个功能东西，可能价本身花不了多少钱的情况下，那未必有很多客户不愿意做这样的大胆的尝试。毕竟你去同一个功能换成一个一个一个国产的工具，还是要冒一些风险吧？

发言人1   59:04
万一它仿真出来的这个结果不可靠了，跟实际的这个规上面那个芯片上的结果会差的比较远了，吧？那怎么办？把这个芯片总不能芯片废掉，把这些产品给作废掉。

发言人1   59:19
理解，谢谢张总，谢谢你。对他他需要一个时间。对，对他需要一个时间。就是现在用华为的工具大部分还是会买一套KDS的工具。对，或者是它至少有一套盗版的K电池的工具，它作为一个比较，它会比较两套工具边套算了差多少对吧？如果如果没什么差别。

发言人1   59:44
随着这样口碑的不断积累，大家都知道华大原来也可以成为gordon之外的第二选择，对吧？现在其实就有就就有这样的这个趋势了。所以现在等于说我认为是处在这个拐点之前的一个，就至少在国内市场上来看，它是处于拐点之前的那么一个阶段时间。明白，谢谢专家。

发言人1   01:00:08
好的，谢谢专家。我看时间差不多，我再最后问你一个问题，请教专家一个问题，就是比如说现在陆陆续续在上的那些芯片公司，或者说已经在上了已经上过了的那种二线一线的，他们一年EDA这一块大概开支能多大？一年的开支是吧？要看他们芯片做具体芯片的规模了。对，基本上一般来说一个项目的EDEDA的这个开销大概是占一个项目投入的百分之。你要看占比，基本上六七个点，是是是一个比较常见的一个情况。我说的这个迹象蜥蜴的一种100亿。

发言人1   01:00:53
对的，当然100亿的这个芯片，这个规模也着实比较大，我们没几个公司开的。好，感谢大家今天的时间吧。您说专家您说，我说那个你就说你这一百亿是吧？你这个是要包括所有的这个成本的，就包括这个芯片设计人员的工资，然后就是100亿收入的话，那个100亿收入是吧，收入远远没有这么多，100亿收入的话就更没有这么多。我是说这个100亿的这个项目，就是整个项目预算，如果你是说这个收入的话，主要是你要看他项目每年花花多少钱。

发言人1   01:01:39
在这个流片跟这个就是立项就是芯片的项目上面，芯片设计项目上面，通常做一个7纳米的II芯片。其实有有大概的一个估计的，这个有些行公开报告还是比较准的。做一个新浪的芯片，比如说你前后投入从流片买IP然后买EDA，然后这个就是芯片的设计成本对吧？就设计人员的工资，然后什么测试的成本，这那加在一块差不多2亿美金，差不多。然后5纳米可能就三亿出头的美金。对，这个还是比较准的。我指的是在这个口径下面，你差不多拿出六七个点对对。

发言人1   01:02:26
好的好的，好好的，谢谢专家。今天时间也差不多了，我们今天就到这里了，感谢专家。今天晚上时间好好，我们小助理已经结束会议了，谢谢专家。感谢大家参加本次会议，会议到此结束，祝大家生活愉快，再见。

发言人1   01:02:50
本次电话会议仅服务于国泰海通证券正式签约客户，会议音频及文字记录的内容仅供国泰海通证券客户内部学习使用，不得外发，并且必须经国泰海通证券研究所审核后方可留存。国泰海通证券未授权任何媒体转发此次电话会议相关内容，未经允许和授权转载、转发均属侵权，国泰海通证券将保留追究其法律责任的权利。国泰海通证券不承担因转载、转发引起的任何损失及责任。市场有风险投资需谨慎，提醒广大投资者谨慎做出投资决策。
